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1 OBJETIVO

As informacdes contidas neste documento tém por objetivo auxiliar o desenvolvimento do
layout de circuito impresso a ser executado por uma empresa especializada. Seu conteudo resume as
principais diretrizes contidas no manual técnico da empresa Circuibras, destacando os parametros
principais de projeto a serem considerados.
2 REGRAS DO PROJETO

As regras que constam nesta secdo devem ser configuradas nos programas de layout de
circuito impresso antes de iniciar o roteamento da placa. Na secdo 4 deste documento, sera
mostrado como alterar as regras do projeto nos softwares Kicad e Eagle.

2.1 Largura de trilhas

[lustracao na Figura 1. Considerar a tabela 1, com os valores de 'd’, nas subsecoes 2.1 e 2.2.

d (mils) |4 6 8 9
p d (mm) |0,1 |0,15 0,2 0,23
Tabela 1 — Valores para “d” em mils (milésimo de polegada) e correspondentes em mm.

Figura 1 — Largura de trilha

2.2 Isolacao entre trilhas, entre trilha e ilha e entre ilhas

Tustracoes nas Figura 2, Figura 3 e Figura 4.

T

Figura 2 - Isolacdo entre trilhas Figura 3 - Isolacdo entre trilha e ilha Figura 4 - Isolacao entre ilhas

d

2.3 Distancia entre trilha e furo metalizado, entre trilha e furo nao metalizado e entre
trilha e borda da placa

[lustragdes nas Figura 5, Figura 6 e Figura 7.

d
Figura 5 - Distancia entre cobre e furo Figura 6 - Distancia entre cobre e Figura 7 — Distancia entre trilha e
metalizado. Valor minimo: Furo nao metalizado. Valor minimo: Borda. Valor minimo:

d = 0,30 mm(12 mils) d = 0,40 mm(16 mils) d = 0,50 mm (19,7 mils)



3 RECOMENDACOES

® Isolacao e largura de trilha: minimo de 0,127 mm (5 mils )
® Relacdo ilha/via - furo:

O Diametro externo da ilha (ou da via) deve ser pelo menos 0,4 mm maior que o didmetro
do furo. Obs.: Furo minimo: 0,15 mm

® Isolamento da méascara de solda em 0 mm.

Escrever no cobre: Top (na parte superior da placa) e Bottom (na parte inferior da placa)
® Escrever na placa o nome do projeto, data e autores (camada silk-screen)

4 ALTERANDO OS PARAMETROS DE PROJETO NO KICAD E NO EAGLE
4.1 Kicad (versao 2010)

A Figura 8 mostra a barra de menus do Pcbnew, editor de circuitos impressos do Kicad.
Para editar as regras de projeto deve-se acessar o menu Regras de Design.
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Figura 8 — Barra de menus do Pcbnew.

A Figura 9 mostra a janela do menu Regras de Design aberta. Podem ser editados
isolamento, largura de trilha e parametros de vias:

[[Editor de Classes de Nets|| Regras de Design Globais
Classes de Nets:

Isolamento | Largura da Trilha | Didmetro da Via Furo da Via Diametro da uVia  Furo da uVia

Default 0,2540 0,2032 0,8890 0,6350 0,5080 0,1270

| Adicionar | | Remover | |M0verpara cima |

Figﬁra 9 — Parte da janela do menu Regras de Design.

Para alterar a mascara de solda segue-se os passos: menu preferéncias => dimensdes =>
isolamento da mascara em ilhas. Afigura 10 mostra a janela resultante:

Dimensdes:

Mota:
- um valor positivo significa uma mascara maior que a ilha
- um valor negativo significa uma mascara menor que a ilha

Isolamento da mascara de solda: |0_0000| | millimetros

Isolamento de pasta de solda: -0,0000 millimetros

Taxa de isolamento mascara de solda: | -0,000000 %

Figura 10 — aba isolamento da méascara em ilhas
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4.2 Eagle

No Board, editor de circuito impresso do Eagle, existem alguns menus. Para editar as regras
de projeto deve-se acessar a op¢do Design rules no menu Edit, conforme mostrado na Figura 11. O
Design rules é composto de varias abas. Na aba Clearance, mostrada na Figura 12, é possivel editar
as diferentes isolacdes. Outras edicdes sdo feitas nas abas: distance, sizes e mask.

= 1 Board - C:WDocuments and Scitings\Andre Franc

Elleml;yaw Wlew Toaols Lbrary Opbons Window Help

G Uindo Alt+Hackspace 'E}lb Q_.b 'EQI_.Q '@:
1t Redo A+ Shift+Dackspace l
) Sto connand

; i add..

Ny Chargs. ..

e | Cany

] Cul

;;:L- Lslste

> Sroue

1 o MErT O

L B Figura 11 — Menu Edit do Board.

Oem Mo Fs

F ] larme

1 Catimilze:

fr‘ Pasbe

G L Frimsap

= i Replmo=. ..

- Ripap

o Roobake

o Sk

£ Smash

L3 Spik F&

Walue. . .

Met classes. ..
|5 =

= Design Rules {defaulf} %]
File | Lapers | Cleaarce | Dislsnce | Sees | Flesting | Shapes | Supply | Masks | Mise
Different 5ignals
wile
Wfia Bl Fad
Figura 12 — Aba Clearance do Fad |Bmi i Yin
menu Edit. Podem ser editadas as Yz Bril i i
isolagdes entre trilhas e vias.
Same Signals
5end Fzd Via
Smd Brol il Bmi

5 ARQUIVOS DO PROJETO

Os arquivos que compdem o projeto de uma placa dupla face (cobre superior e inferior,
mascara de solda superior e inferior, mascara de componentes superior e inferior, borda da placa)
devem ser enviados em formato Gerber, juntamente com o arquivo de furagdo (extensdo “.drl”),
totalizando 8 arquivos. Cada arquivo deve ser nomeado com nome (ou abreviacao) do projeto mais
o nome do seu contetido. A extensdo dos arquivos Gerber deve ser preferencialmente “.gbr” (ex.:
SACCI-Bordas.gbr; SACCI-Top.gbr).



